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(S) Procfidfi et dispositff d'insertion de puces dans des logements d'un substrat par tfite d'encollage. 



@ Procfidfi et dispositif d'insertion de puces 
dans des logements mfinagfis dans un substrat 
notamment du type hybride, caractfirisfi par le 
fait qu'il consistent fi engager dans un logement 
(2) du substrat (3), une tfite d'encollage (7) 
dimensk>nn6e de telle sorte qu'il subsists entre 
elle et la parol du logement un espace, & dfipo- 
ser grace & cette tfite d'encollage de la matifire 
de sceilement (6a) contre la parol du logement 
precite, & retirer la tfite d'encollage (7), et & 
placer dans le logement (3) une puce (1) de telle 
sorte que la matifire de sceilement dfiposfie 
contre la parol du logement remplisse au moins 
en parte r espace entre cette parol et la parol 
pfiriphfirique de la puce et que, apres durcisse- 
ment de la matifire de sceilement, la puce sort 
fixfie au substrat dans le logement 
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La presents invention conceme le report de 
puces sur substrats notamment du type hybride mul- 
ticouches et plus particulierement !es techniques 
d'insertion d'une ou de plusieurs puces ou compo- 
sants electriques ou electroniques dans des loge- s 
ments manages dans un substrat 

Les progres effectues ces demieres annees dans 
le domaine de la conception et de la realisation de cir- 
cuits integres ou puces ont permis de m in iatu riser 
considerablement ces composants. Aujourd'hui, les 10 
possibilites de reduction de la tatlle des puces se trou- 
vent limitees. On cherche done depuis quelques 
annees a reduire les distances entre composants 
associes afin de miniaturiser voire transformer les cir- 
cuits imprimis dassiques en vue de la fabrication de 15 
ce que Ton appelle parfois des "superpuces" qui sont 
constitutes de puces reportees sur des reseaux mul- 
ticouches d'interconnexion de petites dimensions. 

Pour effectuer ie report de puces nues directe- 
ment rapportees sur un substrat, on connaft 20 
aujourd'hui principalement trois methodes. 

La premiere consiste a collar la puce sur le subs- 
trat puis a interconnecter la puce et le reseau du subs- 
trat grace a des fils metalliques soudes. Les 
inconvenients de cette technique de liaison dassique 25 
par fils resultent de la fragilite des fils et de la soudure 
fil-plot ainsi que de I'encombrement d'une telle struc- 
ture. 

Line seconde technique dite de "flip-chip" permet 
de souder directement les plots de la puce aux plots 30 
du substrat, la puce etant posee ou collee sur le subs- 
trat. Les inconvenients de cette technique resident 
d'une part dans la difficult^ d'aligner a I'envers les 
plots de la puce et ceux du substrat et d'autre part 
dans la difficult^ de realiser la soudure des drfferents 35 
plots sans engendrer de contraintes mecaniques. 

Une troisieme technique consiste a introduire les 
puces nues dans respectivement des logements 
prealablement executes dans le substrat, a les collar 
et a connecter les plots des puces aux plots du subs- 40 
trat par la realisation a I'aide d'outils microlithographl- 
ques de chemins electroconducteurs de surface. 

Dans une premiere variante proposee, le substrat 
qui comporte le reseau d'interconnexion et les loge- 
ments destines, ulterieurement a insertion des 45 
puces est colle sur un deuxieme substrat plan. 

Dans une deuxieme variante proposee, on utilise 
un substrat plan de reference sur lequel on applique 
un feuillard d'aluminium recouvert d'un agent de 
demoulage du type polytetrafluorethylene puis on pla- so 
que chaque puce a i'aide d'un dip de serrage et on 
depose la colle de fixation des puces au substrat en 
face arriere de ces derniers, Pensemble etant, apres 
collage des puces, demoule et les plots des puces et 
du substrat etant relies par metallisation. 55 

Les inconvenients des techniques d'insertion ci- 
dessus sont les suivants. Dans les deux variantes 
proposees, I'espace entre les puces et le substrat est 



relativement large, ce qui conduit a un certain desali- 
gnement et a une difficult^ de centrage des puces 
dans leur logement. La colle de scellement est depo- 
see de maniere peu precise, ce qui laisse une tran- 
ches en face arriere du substrat, qui genere des 
problemes d'isolation thermique et des problemes de 
pianette et de remplissage lore de Petape de littrogra- 
phie des contacts interplots. Dans la premiere 
variante proposee, ie substrat supplemental ajoute 
de maniere permanente empeche une bonne dissipa- 
tion thermique en face arriere du substrat et des 
puces et empeche toute reparation ulterieure. Dans la 
seconde variante proposee, la necessite d'utiliser un 
dip de serrage par puce a reporter sur un substrat 
engendre un encombrement tel que le report de plu- 
sieurs puces parait fastidieux. 

Le butde la presents invention estde proposer un 
precede et des moyens d'insertion de puces dans des 
logements menages dans un substrat qui ne presen- 
ted pas les inconvenients des methodes connues. 

Selon un objet de I'invention, le precede d'inser- 
tion consiste a engager dans un logement du subs- 
trat, une tete d'encollage dimensionnee de telle sorte 
qu'il subsists entre elle et la paroi du logement un 
espace, a deposer grace a cette tete d'encollage de 
la matiere de scellement contra la paroi du logement 
precite, a retirer la tete d'encollage, et a placer dans 
le logement une puce de telle sorte que la matiere de 
scellement deposee contre la paroi du logement rem- 
plisse au moins en partie I'espace entre cette parol et 
la paroi peripherique de la puce et que, apres durds- 
sement de la matiere de scellement, la puce so it fixee 
au substrat dans le logement. 

Selon une variante de I'invention, le precede 
consiste a enduire de matiere de scellement la face 
peripherique de la tete d'encollage avant de I'intro- 
duire dans le logement par trempage. 

Selon une autre variante, le precede de I'inven- 
tion consiste a injector la matiere de scellement dans 
I'espace entre la paroi du logement et la tete d'encol- 
lage au travers de cette derniere. 

Selon I'invention, le durcissement de la matiere 
de scellement peut notamment etre obtenu par traite- 
ment thermique ou par photoreticulation. 

Selon I'invention, le precede peut avantageuse- 
ment consister, grace a plusieurs tetes d'encollage 
mobOes simultanement et/ou plusieurs tetes d'inser- 
tion, a effectuer les operations precitees afin de scal- 
ier simultanement plusieurs puces dans 
respectivement plusieurs logements du substrat. 

La presents invention a egaiement pour objet une 
tete d'encollage destinee au depdtde matiere de scel- 
lement contre la paroi d'un logement d'un substrat 
notamment du type hybride en vue d'y fixer ulterieu- 
rement une puce ou autre composant. 

Selon I'invention, iadite tete peut avantageuse- 
ment etre dimensionnee de telle sorte qu'il subsists 
entre les flancs droits du logement etsa paroi periphe- 
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rique un espace d'epaisssur comprise entre 20 et 1 00 
microns. 

Selon I'invention, la partie pdriphdrique de ladite 
tdte d'encollage peut avantageusement presenter 
une dpaisseur egais ou inferisurs d la partie du subs- 5 
trat entourant le logement prdcitd. 

Selon I'invention, ladite tdte d'encollage peut 
avantageusement comprendre au moins un canal 
d'amenee de matiere de scellement ddbouchant d sa 
pdripherie. 10 

Selon I'invention, ladite tdte d'encollage peut dtre 
telle qu'au moins sa partie peripherique soit en un 
matdriau poreux. 

La prdsente invention a egalement pour objet un 
dispositif d'insertion de puces dans des logements is 
d'insertion mdnagds dans un substrat notamment du 
type hybride. 

Ce dispositif comprend de prdfdrence une tdte 
d'encollage pour ddposer de la matidre de scellement 
contre la paroi d'un logement du substrat, des moyens 20 
pour ddplacer cette tdte d'encollage, une tdte d'inser- 
tion adapt&e pour engager une puce dans le logement 
du substrat et la maintenir, etdes moyens pour ddpla- 
cer cette tdte d'insertion. 

Dans une variants, le dispositif de I'invention peut 25 
comprendre plusieurs tdtes d'encollage et des 
moyens pour ddplacer simultandment ces tdtes afin 
de ddposer de la matters de scellement simultand- 
ment contre la paroi de plusieurs logements du subs- 
trat, plusieurs tdtes d'insertion et des moyens pour 30 
ddplacer simultandment ces tdtes afin d'engager et 
maintenir simultandment plusieurs puces dans plu- 
sieurs logements du substrat. 

Selon I'invention, le dispositif peut en outre 
comprendre des moyens pour provoquer le durcisse- 35 
ment de la matiere de scellement entre la puce inse- 
rde et ia paroi du logement 

Selon I'invention, ladite tdte d'insertion peut 
avantageusement comprendre des moyens pour 
transfdrer et maintenir la puce par succion. 40 

La prdsente invention sera mieux comprise d 
I'dtude de procddes et dispositifs de report de puces 
ou autres composants dlectriques ou dlectroniques 
dans des logements mdnagds dans des substrats, 
mettant en oeuvre des tdtes d'encollage, ddcrits d as 
titres d'exemples non Hmitatrfs et illustres par le des- 
sin surlequel : 

- les figures 1 & 5 represented successivement 
les difFdrentes dtapes d'un procddd selon I'inven- 
tion, en vue de I'insertion d'une puce dans un so 
logement mdnagd au travers d'un substrat repre- 
sentd en coupe verticals, mettant en oeuvre une 
premidre tdte d'encollage ; 

- la figure 6 repressnte une coupe selon IV-VI du 
substrat representd sur la figure 5 ; ss 

- la figure 7 represente une autre tdte d'encollage 
d son dtape du procddd ci-dessus correspondent 
d la figure 3 ; 



- la figure 8 represente une autre tdte d'encollage 
d son dtape du procddd ci-dessus correspondent 
& ia figure 3 . 

- la figure 9 reprdsente un procddd selon inven- 
tion mettant en oeuvre plusieurs tdtes d'encol- 
lage; 

-la figure 10 reprdsente un procddd selon 
I'invention mettant en oeuvre plusieurs moyens 
d'insertion de puces ; 

-et la figure 11 reprdsente un dispositif ou 
machine destines & I'encollage et d I'insertion de 
puces dans un substrat 

En se reportant aux figures 1 d 6, on va tout 
d'abord ddcrire un procddd d'insertion d'une puce 1 
dans un logement 2 d flancs droits mdnagds au tra- 
vers d'un substrat 3 en forme de plaque rectangulaire 
disposde horizontalement et dont deux bords oppo- 
sds sont en appui sur des supports 4 et 5, d distance 
du logement 2. Dans I'exemple, le logement est de 
section rectangulaire et la puce 1 est de forme paral- 
idlipipddique et prdsente une section correspon- 
dante. 

Le procddd represente permet, dans un premier 
temps, de ddposer une matidre de scellement liquide 
6 telle qu'une colle du type dpoxy ou du type acryiique 
contre ia paroi pdriphdrique du logement 2 d I'aide 
d'une tdte d'encollage 7 et, dans un second temps, de 
placer dans le, logement 2 la puce 1 d I'aide d'une tdte 
d'insertion 8. Cette matidre de scellement prdsente 
de prdfdrence une viscositd comprise entre 10 et 
10 000centipoises. 

Comme on le voit sur les figures 1 d 3, la tdte 
d'encollage 7 est constitude par un bloc paralldlipipe- 
dique de section correspondent d ceiui de la puce 1 
et d'dpaisseur egale, mais de prdfdrence infdrieure, d 
I'dpaisseur du substrat 3, cette tdte dtant portde par 
I'extrdmitd infdrieure d'une tige verticals de manoeu- 
vre 9. 

Comme on le voit sur la figure 1, une premidre 
dtape du procddd d'encollage consiste d plonger la 
tdte d'insertion 7 dans un reservoir 10 contenant la 
matidre de scellement 6 et d la ressortir, de telle sorte 
qu'Q subsiste contre la surface pdriphdrique de cette 
tdte d'encollage 7 de la matidre de scellement 6a. 

Dans une seconde dtape representee sur la 
figure 2, le procddd consiste d amener la tdte d'encol- 
lage 7 au-dsssus et d la verticals du logement 2 du 
substrat 3. 

Dans une troisidme dtape reprdsentde sur la 
figure 3, le procddd consiste d engager la tdte d'encol- 
lage dans le logement du substrat 3 de telle sorte que 
la matidre de scellement 6a qu'eile ports s'dtale par 
capiilaritd et mouille compldtement la paroi du loge- 
ment 2, et d retirer la tdte d'encollage 7. Ainsi, la 
matidre de scellement 6a est transfdrde de la surface 
pdriphdrique de la tdte d'encollage 7 d la parol pdri- 
phdrique du logement 2 du substrat 3. 

De prdfdrence, I'dpaisseur de la partie pdriphdri- 
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que de la tdte d'encollage 7 est dgal ou infdrieur d 
I'dpaisseur de la partie du substrat 3 entourant son 
logement 2 et I'espace annulaire subsistant entre la 
face pdriphdrique de la tdte d'encollage 7 et la parol 
pdriphdrique du logement 2 lorsqu'elle y est insdrde 5 
prdsente une dpaisseur comprise entre vingt et cent 
microns. De preference, I'dpaisseur moyenne de la 
lame de mature de collage ddposde par trempage 
contre la face pdriphdrique de la tdte d'encollage 7 est 
sensiblement dgale d I'dpaisseu r de cet espace annu- 10 
laire. 

Ainsi, le transfert prdcitd de la matidre de scelle- 
ment peut se produire sans que la matidre de scelle- 
ment 6a ne se depose ou ne vlenne mouiller la 
surface du substrat 3 autour du logement 2. 15 

II convient en fait de choisir I'dpaisseur de la par- 
tie pdriphdrique de la tdte d'encollage 7 et I'dpaisseur 
de I'espace annulaire prdcitd de telle sorte que la 
quantity de matidre de scellement ddsirde soit ddpo- 
sde contre la paroi pdriphdrique du logement du subs- 20 
trat. 

En se reportant maintenant aux figures 4 et 5, on 
voit que la tdte d'insertion 8 comprend un tube d'aspi- 
ration 1 1 mobile verticalement qui porta & son extrd- 
mitd infdrieure, par succion, la puce 1 en prenant 25 
appui sur sa face supdrieure. 

Dans une premidre dtape du procddd reprdsentd 
sur la figure 4, on ddplace la tdte d'insertion 8 de 
manidre & amener la puce 1 au-dessus et a la verti- 
cal du logement 2 du substrat 3 encolld de la matidre 30 
de scellement 6a. 

Dans une seconde dtape reprdsentde sur la 
figure 5, on ddplace la tdte d'insertion 8 de manidre d 
engager la puce 1 dans le logement 2 du substrat 3. 
Dans cette position engagde, il subsiste un espace 35 
annulaire entre la face pdriphdrique de la puce 1 et la 
paroi pdriphdrique du logement 2 tel que ia matidre de 
scellement 6a s'dtale par capillaritd et mouille 
compldtement I'espace compris entre la surface pdri- 
phdrique de la puce 1 et la paroi pdriphdrique du loge- 40 
ment 2. 

Grace d un moyen adaptd pour provoquer le dur- 
clssement de la matidre de scellement 6a, constitud 
par un moyen de chauffage ou par un rayonnement 
ultraviolet 12 comme reprdsentd sur la figure 5, on 45 
provoque le durcissement de la matidre de scellement 
6a, puis on retire la tdte d'insertion 8 qui tenait la puce 
1. La puce 1 est alors insdrde et fixde dans le loge- 
ment 2 du substrat 3. 

De prdfdrence, I'dpaisseur de la partie pdriphdri- so 
que de la puce 1 est dgale ou infdrieure d I'dpaisseur 
du substrat 3, de manidre d pouvoir dtre compldte- 
ment insdrde dans son logement 2 lore de son instal- 
lation grace d la tdte d'insertion 8. En outre, I'espace 
annulaire sdparant la face pdriphdrique de la puce 1 55 
et la parol pdriphdrique du logement 2 du substrat 3 
prdsente une dpaisseur comprise entre vingt et cent 
microns. 



On peut alors procdder d I'dtablissement des 
connexions dlectriques entre le rdseau d'intercon- 
nexion du substrat et les plots de la puce 1. 

En se reportant maintenant d la figure 7, on voit 
que la tdte d'encollage 7 de i'exemple prdcddent est 
remplacde par une tdte d'encollage correspondante 
1 3 qui, cette fbis, prdsente des canaux d'injection 14 
de matidre de scellement 6b qui ddbouchent d sa pdri- 
phdrie et qui sont alimentds par un conduit d'amende 
1 6 relid d un rdservoir 1 7. 

Pour effectuer le ddpflt de la matidre de scelle- 
ment 6b contre la paroi pdriphdrique du logement 18 
d'un substrat 19 correspondant au substrat 3 de 
I'exemple prdcddent, on engage la tdte d'encollage 
13 dans ce logement 18 de telle sorte que sa face 
pdriphdrique soit en vis-d-vis de la paroi pdriphdrique 
du logement 1 8 en laissant subsister un espace annu- 
laire, on injecte une quantitd ddterminde de matidre 
de scellement 6b dans cet espace annulaire, au tra- 
vers des canaux d'injection 14 de la tdte d'encollage 
13, par des moyens connus non reprdsentds placds 
en amont, puis on retire la tdte d'encollage 1 3, de telle 
sorte qu'il subsiste une quantitd ddterminde de 
matidre de scellement 6a contre la paroi pdriphdrique 
du logement 18. 

On procdde alors d I'insertion d'une puce dans le 
logement 18 du substrat 19 par exemple de la mdme 
manidre que dans I'exemple prdcddent ddcrit en rdfd- 
rence aux figures 4 et 5. 

En se reportant maintenant d la figure 8, on voit 
qu'on a reprdsentd une autre tdte d'encollage 20 qui 
s'utilise de la mdme manidre que cede reprdsentde 
sur la figure 7 mats qui, cette fbis, est composde d'une 
matidre poreuse disposde entre deux plaques 21 et 
22, au travers de laquelle la matidre d'encollage peut 
dtre injectde entre sa surface pdriphdrique et la paroi 
du logement 23 d'un substrat 24 correspondant au 
substrat prdcddent. 

En se reportant maintenant aux figures 9 et 1 0, on 
voit qu'on a reprdsentd un substrat 25 qui comprend 
trois logements traversants 26a, 26b et 26c qui sont 
destinds d recevoir trois puces 30a, 30b et 30c. 

Pour effectuer simultandment un encollage ou 
ddpdt de matidre de scellement contre les parois des 
logements 26a, 26b et 26c du substrat 25, on voit sur 
la figure 9 qu'on a prdvu trois tdtes d'encollage 27a, 
27b et 27c qui correspondent de prdfdrence d Tune 
des tdtes d'encollage 7, 13 ou 20 des examples 
ddcrits prdcddemment et qui sont portdes parune pla- 
que commune mobile 28 par I'intenmddiaire de bras 
29a, 29b et 29c. Ces tdtes d'encollage 27a, 27b et 27c 
sont disposdes en correspondance avec les loge- 
ments 26a, 26b et 26c du substrat 25 pour pouvoir y 
dtre engagdes et positionndes simultandment dans 
ces logements de telle sorte qu'D subsiste entre leur 
surface pdriphdrique et les parois des logements les 
espaces souhaitds. 

En se reportant d la figure 10, on voit que pour 
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insurer simultanement les puces 30a, 30b et 30cdans 
respectivement les logements 26a, 26b et 26c, on a 
prevu trois tetes d'insertion 31a, 31b et 31c qui, 
comme dans I'exemple represents sur les figures 4 et 
5, permet de les maintenir par succion, ces tetes s 
d'insertion 31a, 31b et31c etantmontees surune pla- 
que commune mobile 32. Ces tetes d'insertion sont 
disposees de maniere a pouvoir simultanement inse- 
rer les puces 30a, 30b et 30c dans les logements 26a t 
26b et 26c du substrat 25 comme dans I'exemple 10 
decrit en reference aux figures 4 et 5. 

En se reportant maintenant a la figure 11, on va 
decrire un dispositif ou machine repere d'une maniere 
general e par la reference 33 qui permet I'encollage de 
differents logements 34 menages dans un substrat 35 15 
et qui permet d'y inserer differentes puces 36. 

Cette machine 33 comprend un socle 37 qui porte 
un chariot 38 mobile longitudinalement grace a un 
systeme vis-ecrou 39, sur lequel est pose ou fixe par 
tout moyen connu, horizontalement, le substrat 35. 20 

La machine 33 comprend, au-dessus et a dis- 
tance de son socle 37, un longeron horizontals 37a 
qui porte, sur la partie gauche de la figure 11, un 
mecanisme d'encollage 33a et sur sa partie droits, un 
mecanisme de transfert et d'insertion 33b. 25 

Le mecanisme d'encollage 33a comprend un 
chariot 40 deplaqable longitudinalement sur le longe- 
ron 37a grace a un syteme vis-ecrou 41 qui porte un 
chariot 42 mobile verticalement grflce a un systeme 
vis-ecrou 43. Ce chariot 43 porta, a son extremite infe- 30 
rieure, une tete d'encollage 44 qui correspond a la 
tete d'encollage 7 decrite precedemment 

Sur la partie d'extremite gauche du socle 37 est 
dispose un reservoir 45 qui contient de la matiere de 
sceilement 46. 35 

Lorsque le substrat 35 est dispose gr&ce au sys- 
teme vis-ecrou 39 deplacant le chariot 38, dans la 
zone de deplacement horizontal de la tete d'encollage 
44, on peut, en combinant le deplacement horizontal 
du chariot 40 et le deplacement vertical du chariot 42, 40 
deplacer la tdte d'encollage 44 de maniere a la plon- 
ger dans le reservoir 45 pour y prendre de la matiere 
de sceilement 46 et a I'engager dans I'un des loge- 
ments 34 du substrat 35. 

Le mecanisme de transfert et d'insertion 33b 45 
comprend un chariot 47 mobile longitudinalement sur 
le longeron 37a par I'intermediaire d'un systeme vis- 
ecrou 48 et, monte sur ce chariot 47, un chariot 49 
mobile verticalement grace a un systeme vis-ecrou 
50. Ce chariot 49 porte a son extremite inferieure une so 
tete d'insertion 51 equivalente a celle decrite en refe- 
rence aux figures 4 et 5, ainsi qu'un emetteur de 
rayons ultraviolets 52. 

Sur la partie drolte du socle 37 est prevue une pla- 
te-forme 53 sur laqueile sont disposees les puces 36. 55 

Lorsque le substrat 35 est dispose grace au sys- 
teme vis-ecrou 39 dans la zone de deplacement de la 
tete d'insertion 51, on peut, en combinant le deplace- 



ment horizontal du chariot 47 et le deplacement ver- 
tical du chariot 49 a I'aide respectivement des syste- 
mes vis-ecrou 48 et 50, saisir une puce 36 sur la 
plate-forme et, par transfert, I'amener et la disposer 
dans un logement 34 du substrat 35 comme on I'a 
decrit precedemment en reference aux figures 4 et 5, 
la matiere de sceilement etant durcie grace a I'emet- 
teur 52. 

On peut proceder, dans une position du substrat 
35, a I'encollage d'un logement 34 et, dans une autre 
position, a I'insertion d'une puce 36 dans ce loge- 
ment, puis repeter ces operations pour I'encollage de 
chaque logement et I'insertion de chaque puce. On 
peut egalement proceder a I'encollage des differents 
logements 34 du substrat 35 puis a I'insertion dans 
chacun des logements 34 des puces 36. 

On pourrait par ailleurs monter a I'extremite infe- 
rieure du chariot 42 plusieurs tetes d'encollage asso- 
ciees comme dans I'exemple decrit en reference a la 
figure 9 de maniere a encoller simultanement plu- 
sieurs logements 34 du substrat 35 et monter a 
I'extremite inferieure du chariot 49 plusieurs tetes 
d'insertion associees comme dans I'exemple decrit 
en reference a la figure 10 de maniere a transferer et 
inserer simultanement plusieurs puces 36 dans les 
logements encolles 34 du substrat 35. 

La presente invention ne se limite pas aux exem- 
ples ci-dessus decrits. Bien des variantes de realisa- 
tion et d'execution sont possibles sans sortirdu cadre 
defini par les revendications annexees. 



Rovondicafionc 

1. Procede d'insertion de puces dans des loge- 
ments menages dans un substrat notamment du 
type hybride, caracterise par le fait qu'D consists 

- a engager dans un logement (2) du substrat 
(3), une tete d'encollage (7) dimensionnee de 
telle sorte qu'il subsists entre elle et la parol 
du logement un espace, 

- a deposer grace a cette tdte d'encollage (7) 
de la matiere de sceilement (6a) contra la 
paroi du logement precite, 

- a retirer la tdte d'encollage (7), 

- et a placer dans le logement (2) une puce (1 ) 
de telle sorte que la matiere de sceilement 
deposee contra la paroi du logement rerrv 
plisse au moins en partie I'espace entre cette 
paroi et la paroi peripherique de la puce et 
que, apres durcissement de la matiere de 
sceilement, la puce soit fixee au substrat dans 
le logement 

2. Procede selon la revendication 1 , caracterise par 
le fait qu'il consists a enduire de matiere de scei- 
lement la face peripherique de la tdte d'encollage 
(7) avant de I'introduire dans le logement (2). 
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3. Precede selon la revendication 2, caracterise par 
le fait qu'il consiste a enduire de mature de seel- 
lament la tete d'encollage par trempage. 

4. Precede selon la revendication 1 , caracterise par 5 
le fait qu'il consiste & injecter la matiere de scel- 
lement dans I'espace entre la paroi du logement 

et la tete d'encollage (1 3) au travers de cette der- 
niere. 

10 

5. Precede selon Tune quelconque des revendica- 
tions precedentes caracterise par le fait que le 
durcissement de la matiere de scetlement est 
obtenu par traitement thermique ou par photore- 
ticulation. 15 

6. Precede selon Tune quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterise par le fait qu'il 
consiste, grfice a plusieurs tetes d'encollage 
mobiles simultanement et/ou plusieurs tdtes 20 
d'insertion, h effectuer les operations precitees 

afin de sceller simultanement plusieurs puces 
dans respectivement plusieurs logements du 
substrat 

25 

7. Tete d'encollage (7) destines au depdt de matiere 
de scellement contre la parol d'un logement (2) 
d'un substrat (3) notamment du type hybride en , 
vue d'y fixer ulterieurement une puce (1) t ladite ' 
tete etant dimensionnee de telle sorte qu'il sub- 30 
siste entre les flancs droits du logement et sa 
paroi peripherique un espace d'epaisseur 
comprise entre 20 et 100 microns. 

8. Tete d'encollage (7) destines au depdt de matiere 35 
de scellement contre la paroi d'un logement (2) 
d'un substrat (3) notamment du type hybride en 

vue d'y fixer ulterieurement une puce (1), sa par- 
tie peripherique presentant une epaisseur egale 
ou inferieure a la partie du substrat entourant le 40 
logement precite. 

9. Tete d'encollage (13) destinee au depot de 
matiere de scellement contre la paroi d'un loge- 
ment (16) d'un substrat (19) notamment du type 45 
hybride en vue d'y fixer ulterieurement une puce, 
comprenant au moins un canal (14) d'amenee de 
matiere de scellement debouchant a sa periphe- 
ric. 

50 

10. Tete d'encollage (20) destinee au depdt de 
matiere de scellement contre la paroi d'un loge- 
ment (23) d'un substrat (24) notamment du type 
hybride en vue d'y fixer ulterieurement une puce, 

au moins sa partie peripherique etant en un mate- 55 
riau poreux. 

11. Dispositif d'insertion de puces dans des loge- 



ments (34) d'insertion menages dans un substrat 
(35) notamment du type hybride comprenant une 
tete d'encollage (44) pour deposer de la matiere 
de scellement contre la paroi d'un logement du 
substrat, des moyens (33a) pour deplacer cette 
tete d'encollage, une tete d'insertion (51) adaptee 
pour engager la puce (36) dans le logement du 
substrat et la maintenir, et des moyens (33b) pour 
deplacer cette tete d'insertion. 

12. Dispositif d'insertion selon la revendication 11, 
caracterise par ie fait qu'il comprend plusieurs 
tetes d'encollage et des moyens pour deplacer 
simultanement ces tetes afin de deposer de la 
matiere de scellement simultanement contre la 
paroi de plusieurs logements du substrat, plu- 
sieurs tetes d'insertion et des moyens pour depla- 
cer simultanement ces tetes afin d'engager et 
maintenir simultanement plusieurs puces dans 
plusieurs logements du substrat 

13. Dispositif d'insertion selon I'une des revendica- 
tions 11 et 12, caracterise par le fait que la tete 
d'insertion (51) transfere et maintient la puce (36) 
parsuccion. 
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FIG.7 
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